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PALABRAS CLAVE Resumen

Quemadura eléctrica; Introduccion: Las lesiones complejas de la cara plantar del pie son de dificil manejo desde
Reconstruccion el punto de vista reconstructivo. En la literatura el tratamiento de eleccion es la cober-
plantar; tura mediante colgajos libres. Nuestro objetivo es presentar el caso de un paciente con una
Matriz de lesion plantar compleja, exitosamente resuelta con el uso de matriz de regeneracion dérmica
regeneracion dérmica (Integra”) e injerto dermoepidérmico.

Caso clinico: Hombre de 35 anos, que sufre quemadura eléctrica de alta tension con lesion
compleja plantar bilateral. Se manejo con escarectomias sucesivas hasta delimitar el daio
tisular, y posterior cobertura con Integra® e injerto con resultado estético y funcional éptimo.
Discusién: Aunque los colgajos libres son la eleccion en el tratamiento de esta zona anatomica,
infrecuentemente son la Unica alternativa de reconstruccion en el paciente quemado. No hay
mayor evidencia en la literatura en el uso de matrices dérmicas para la cobertura de este tipo
de lesiones.

Conclusion: Los autores consideran que el manejo de lesiones plantares complejas mediante el
uso de matrices de regeneracion dérmica es una alternativa valida a considerar en situaciones
en que, por diversos motivos, no se puede ofrecer un colgajo libre.
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Introduction: Complex wounds of the plantar aspect of the foot are difficult to manage in the
reconstructive point of view. The standard of treatment is covering the defect with free flaps.
Our goal is to present the case of a patient successfully treated with the use of matrix dermal
regenaration Integra” and dermoepidermal graft for a complex plantar lesion.

Clinical case: Thirty-five year old man, who suffers from high voltage electrical burn with
bilateral plantar complex injury. It was handled with successive escharectomies to delimit tis-
sue damage and subsequent coverage with Integra” and grafting with optimal aesthetic and
functional results.

Discussion: Although free flaps are the choice in the treatment of this anatomical area, they
are infrequently the only reconstructive option in burned patients. There is no greater evidence
in the literature on the use of dermal matrices to cover such injuries.

Conclusion: The authors believe that the management of complex footpad lesions using dermal
regeneration matrices are a valid alternative to consider in situations where for various reasons,
free flaps can’t be offered.

© 2016 Sociedad de Cirujanos de Chile. Published by Elsevier Espana, S.L.U. This is an open
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/

4.0/).

Introduccion

Las quemaduras eléctricas por alto voltaje generalmente
se traducen en lesiones complejas, de dificil manejo,
demandantes del punto de vista quirlrgico, asociadas a
numerosos dafos sistémicos (arritmias, rabdomiolisis) y
locales (sindrome compartimental). Ademas, se asocian fre-
cuentemente a lesiones traumaticas, tanto por caidas como
por traumatismos encefalocraneanos. Se ha determinado
que la quemadura eléctrica por alto voltaje es factor pro-
nostico de amputacion’ y factor de riesgo independiente de
muerte en pacientes quemados’.

Por otro lado, las lesiones complejas del pie siguen siendo
un desafio desde el punto de vista reconstructivo, sobre todo
cuando la lesion incluye la cara plantar. Esta zona anato-
mica se caracteriza por estar sometida a constantes fuerzas
de cizallamiento, traccion y carga, con una piel altamente
especializada, poco movil, gruesa y sin vellos, que la hacen
funcionalmente muy importante para la bipedestacién. A su
vez, el dorso del pie y los ortejos son zonas de contornos
estéticamente expuestos.

Numerosos autores se han referido a la reconstruccion del
pie y sus alternativas. Hollenbeck et al. (2010) plantean una
clasificacion de subunidades estéticas y funcionales del pie y
el tobillo®, con la finalidad de orientar al cirujano plastico a
escoger la mejor alternativa reconstructiva para las distintas
zonas descritas.

A pesar de que la transferencia de tejido mediante col-
gajos libres es la alternativa de eleccion para la cobertura
de lesiones plantares, una quemadura eléctrica de alto vol-
taje en esta zona puede estar llena de dificultades en su
manejo, ya que en muchas oportunidades los nervios y vasos
sanguineos se encuentran irreversiblemente danados, difi-
cultando el encontrar vasos receptores para la anastomosis
vascular®>.

No hay mayor evidencia en la literatura en el uso de
matrices dérmicas para la cobertura de lesiones comple-
jas del pie, como alternativa al uso de colgajos libres.
A continuacion se presenta el caso de un paciente que-
mado eléctrico con lesion compleja plantar, exitosamente
cubierto con Integra® (Integra Life Sciences Corp., Plains-
boro, NJ, EE. UU.) mas injerto en 2 tiempos.

Caso clinico

Se presenta el caso de un hombre de 35 anos, sin anteceden-
tes médicos de importancia, que al manipular unos cables
de alta tension sufre una quemadura eléctrica directa con
contacto de entrada en la zona supraescapular izquierda,
y de salida en ambos pies. No presenta otros traumatismos
ni compromiso de conciencia. Es manejado inicialmente en
un centro de baja complejidad mediante curaciones avan-
zadas y monitorizacién general basica, sin complicaciones.
Es derivado a nuestra unidad al séptimo dia de evolucion,
donde se evidencia quemadura eléctrica de alta tension en
el dorso y las plantas de ambos pies, que compromete el
7% de la superficie corporal total. Ademas, present6 rabdo-
miolisis en resolucion con creatinacinasa total en descenso,
que se normaliz6 a la semana de su ingreso, sin presencia
de sindrome compartimental en extremidades inferiores.

En nuestro centro se realiza un primer abordaje qui-
rdrgico evidenciando lesion dorsal supraescapular izquierda
que impresiond profunda hasta el plano muscular, con escara
adherida y sin signos de infeccion local, por lo que se tratd
con aseo, escarectomia y cierre con colgajos locales de
avance, con buen resultado.

En el pie derecho se evidencia una extensa quemadura
de dorso y planta del pie, sin compromiso de los ortejos y
sin infeccion local. En el pie izquierdo sufre lesion del ter-
cio distal plantar con escara adherida a plano profundo y sin
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Figura 1
pie izquierdo.

signos de infeccion local. Se realiza aseo mas escarectomia,
donde se objetiva compromiso profundo en ambos pies, con
exposicion de hueso y tendones en cara dorsal y plantar. Se
realizaron aseos consecutivos asociados a escarectomias y
eliminacion de tejido desvitalizado en procedimientos con-
secutivos cada 4 a 5 dias (fig. 1).

Una vez resuelta la etapa de escarectomia se inician cura-
ciones con sistema de presion negativa (VAC®) en ambos
pies. En el dia 19 de su ingreso se decide la realizacion
de colgajos plantares amplios bilaterales para cobertura
de superficies de apoyo. En el pie izquierdo se logra un
correcto avance y rotacion plantar asociado a injerto; sin
embargo, en el pie derecho se evidencia sufrimiento precoz
con pérdida de tercio distal y exposicion de capsula articular
metatarso falangica del primer metatarsiano que requirié
de reavance. Se espera tejido de granulacion adecuado y
se decide instalacion de lamina de matriz dérmica Integra”
fijado con grapas y sistema de presion negativa (VAC®) a
—100mmHg (fig. 2 Ay B). A las 3 semanas de este procedi-
miento, con matriz dérmica adherida e integrada al lecho
de la cara dorsal y plantar del pie, se retira la lamina de
Silastic” (fig. 2 Cy D) y se cubre con injerto dermoepidér-
mico fino, con evolucion satisfactoria.

Es sometido a rehabilitacion kinésica de tal forma que
al octavo dia postinjerto definitivo, el paciente logra carga
de peso completo mas bipedestacién y deambulacion auté-
noma. El paciente es dado de alta a los 10 dias de la
cobertura definitiva con injerto dermoepidérmico, sin dolor,
molestias ni signos de infeccién, con injertos 100% pren-
didos, realizando desplazamientos, cambios de posicion y
actividades de la vida diaria basicas con total autonomia
(fig. 3).

Un control ambulatorio a las 3 semanas del alta mues-
tra al paciente con cobertura estable, con piel de buena
calidad, funcional, logrando deambulacion (fig. 4).

En el control ambulatorio a los 10 meses encontramos
indemnidad de la cobertura con indicios de reinervacion

Imagenes luego de escarectomia. A. Cara plantar del pie derecho. B. Cara dorsal del pie derecho. C. Cara plantar del

parcial con discriminacion de 2 puntos de presion en el
area tratada con Integra® entre 15y 22mm en la planta y
el dorso, respectivamente; la prueba consiste en la dife-
renciacioin del estimulo de 2 areas a distancias variables
en la piel. Se explora con un compas de puntas romas o
aplicando los lados de 2 agujas en la piel. Ademas se aplicd
la escala de POSAS -Patients and Observer Scar Assessment
Scale-, arrojando una opinion del observador y del paciente
coincidente, con una puntuacion de 2 (escala del 1 al 10,
donde 1 es muy buena y 10 muy mala) (fig. 5).

Discusion

En un paciente quemado eléctrico hay una alta probabili-
dad de que el daio sea mas extenso que el visualizado en
una primera instancia, generando lesiones que comprome-
ten piel, tejido celular subcutaneo, mulsculos y paquetes
vasculonerviosos, y que conllevan en muchas oportunidades
grandes exposiciones osteotendineas que no son suscepti-
bles de manejo con injerto como es habitual en el paciente
quemado®. A su vez, los colgajos locales pueden brindar
apoyo para la cobertura de zonas clave como las areas de
apoyo plantar; sin embargo, dificilmente logran dar cober-
tura estable a toda la lesion si esta es extensa’ 8.

En el caso clinico presentado se evidencian lesiones de
la zona 2 y 3 de Hollenbeck®. La alternativa reconstruc-
tiva recomendada para ambas zonas es el colgajo radial
libre. Sin embargo, en la actualidad, con la disponibilidad
de mayor tecnologia en el manejo de heridas, tales como el
sistema de presion negativa VAC® y los sustitutos dérmicos,
los colgajos libres, aunque siguen siendo la eleccion en el
tratamiento de esta zona anatomica, han dejado de ser la
Unica opcion. Los sustitutos dérmicos basados en colageno
son matrices porosas que actian como tejido de sostén para
la regeneracion dérmica’. Hay diversos productos disponi-
bles en el mercado y en diferentes paises'’. Al igual que
los injertos, estas matrices se vascularizan con el tiempo,
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Figura 2 Ay B. Cara plantar y dorsal del pie derecho con Integra” in situ. C y D. Cara plantar y dorsal del pie derecho luego de

retirar la lamina de Silastic®.

para al cabo de 2 a 4 semanas deben ser cubiertas con un
injerto dermoepidérmico fino, logrando la cobertura defi-
nitiva. La ventaja de estos productos es que disminuyen
la morbilidad del sitio donante y proveen piel de mejor
calidad, mas elastica, resistente y suave en comparacion
con el clasico injerto expandido. Las desventajas son su
alto costo, una mayor susceptibilidad a la infeccion y que
requieren de una técnica meticulosa para lograr un buen
resultado'’.

La matriz de regeneracion dérmica Integra® es un susti-
tuto cutaneo biosintético permanente que consiste en una
doble capa compuesta de una matriz dérmica de colageno
bovino y condroitin-6-sulfato, y una membrana de Silastic”
que actUa como epidermis transitoria. Esta membrana de

Silastic® se debe reemplazar por un injerto de piel parcial a
las 3 semanas aproximadamente, permitiendo que la matriz
dérmica sirva como sostén a fibroblastos y células endote-
liales que la invaden, generando dermis de buena calidad.
Se ha descrito su uso para cobertura de pequenos defectos
6seos, tendones y capsulas articulares; manejo de cicatri-
ces hipertroficas y contracturas articulares; y en pacientes
quemados para la cobertura de cara, manos, extremidades
inferiores, etc.'2"13,

En el caso clinico planteado podemos evidenciar la evo-
lucion satisfactoria desde el punto de vista estético y
funcional, en un paciente quemado eléctrico con lesion com-
pleja plantar, cubierta exitosamente con Integra® e injerto
a las 3 semanas.



Reconstruccion plantar con matriz de regeneracion dérmica (Integra®)

Figura 3  Imagenes al alta. A. Cara plantar del pie derecho. B. Cara dorsal del pie derecho. C. Cara plantar del pie izquierdo.

Figura 4 Control ambulatorio a las 3 semanas del alta. A. Cara plantar del pie derecho. B. Cara dorsal del pie derecho. C. Cara
plantar del pie izquierdo. D. Paciente de pie.
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Figura 5
del pie derecho

Conclusion

Los autores consideran que el manejo de lesiones planta-
res complejas mediante matrices de regeneracion dérmica,
aunque no son el «gold standard» de tratamiento y no reem-
plazan la reconstruccion mediante colgajos libres, son una
alternativa valida a considerar en situaciones en que, por
motivos diversos, esta solucion no se puede ofrecer.
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